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(54)  칭 동 워 티어링 치  

(57)  약

본  동 워 티어링 치  가 개시 다. 본   측 에 ,   내에 치

어   양립 (EMC : Electro Magnetic Compatibility) 개   어 가 마 는 동 워 

티어링 치  , 상  어 는, 원 단  연결 는 쇄 ; 상  쇄 에 치 어 

에 는  리  는 커 시 ;  상    내에 상  쇄  고 는 착

재;  비 는 동 워 티어링 치  가 공   다.

  도 - 도1
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청

청  1 

  내에 치 어   양립 (EMC : Electro Magnetic Compatibility) 개   어

가 마 는 동 워 티어링 치  ,

상  어 는,

원 단  연결 는 쇄 ;

상  쇄 에 치 어 에 는  리  는 커 시 ; 

상    내에 상  쇄  고 는 착 재;  비 는 것  특징  는 동 워 

티어링 치  .

청  2 

1 에 어 ,

상  쇄 에는 원 단  러  단   마  단  링 연결 는 도 재가 마 고,

상  커 시 는 상  각 단  연결 는 근  쇄 에 각각 마 는 것  특징  는 동 워

티어링 치  .

청  3 

1 에 어 ,

상  착 재는,

상  쇄  안착 도  상   에 마 고, 결 공   지지 트; 

상  쇄 에  통공  통  상  결 공에 결 는 체결볼트;  비 는 것  특징  는

동 워 티어링 치  .

청  4 

3 에 어 ,

상  쇄 과 지지 트 사  또는 상  쇄 과 체결볼트 사 에는 드가 마 는 것  특

징  는 동 워 티어링 치  .

청  5 

1 에 어 ,

상  쇄 에는 원 단  러  단   마  단   연결 는 도 재가 마 고,

상  러  단  마  단 에는 각각 상  도 재  원 치 식  연결 는 커 가 마  것

특징  는 동 워 티어링 치  .

 

   야

본  에  것 , 욱 상 게는 동 워 티어링 치에 사 는   양립[0001]

(EMC : Electro Magnetic Compatibility) 개   동 워 티어링 치  에  것 다.
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 경  

, 동 워 티어링 치는 차량  진   운  지  변경   도    [0002]

치  차량  앞 퀴가 는  심   변경 여 운 가 원 는  차량  진 시킬 

도  보 는 치 다.

러  동 워 티어링 치는 차량  들에  보  크  는 동 ,  동  [0003]

동  어 는 어 치  동  동  에 달 여 양쪽 퀴   변 시키도  동

 연결 는 감 어  비 다.

, 동 워 티어링 치  동 는 직  는 ,  직  사 에 라 도 (CE[0004]

: Conducted Emission) 가 생 게 다.  도  는 동 워 티어링 치  동 

 생시키 에 도   개 에  가 안 고 다. ,  동 워 티어링 치에

사 는 직 는 상  내  공간  여  원 단  러  단  마  단

에  리  는 커 시  치 지 못 는 다.

에,  어 에 드 블  여 도   개 고 나, 드 블  비[0005]

 비싸다는  다.

 내

결 는 과

본  실시 에  동 워 티어링 치  는  내 에  리  는 커 시[0006]

 치 여 도   개   도  다.

과  결 단

본    측 에  ,    내에  치 어    양립 (EMC  :  Electro  Magnetic[0007]

Compatibility) 개   어 가 마 는 동 워 티어링 치  , 상  어 는, 원 단

 연결 는 쇄 ; 상  쇄 에 치 어 에 는  리  는 커 시 ;

 상    내에 상  쇄  고 는 착 재;  비 는 동 워 티어링 치  

가 공   다.

또 , 상  쇄 에는 원 단  러  단   마  단  링 연결 는 도 재가 마[0008]

고, 상  커 시 는 상  각 단  연결 는 근  쇄 에 각각 마   다.

또 , 상  착 재는, 상  쇄  안착 도  상   에 마 고, 결 공   지지[0009]

트;  상  쇄 에  통공  통  상  결 공에 결 는 체결볼트;  비   다.

또 , 상  쇄 과 지지 트 사  또는 상  쇄 과 체결볼트 사 에는 드가 마  [0010]

다.

또 ,  상  쇄 에는  원  단  러  단   마  단   연결 는  도 재가[0011]

마 고, 상  러  단  마  단 에는 각각 상  도 재  원 치 식  연결 는 커 가 마

  다.

 과

본   실시 에  동 워 티어링 치  는 래 도   개   드[0012]

블  신 여 커 시  사  원가  감시킬  는 과  가진다.

또 ,    내 에  커 시  치  도    과  폭  감 시킬  [0013]

, 원 단  결   보   다.

편, 커 시   택  채택 에 라 어 치  크   원가  감  도 다.[0014]

도  간단  
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본  아래 도 들에  체   것 지만, 러  도  본  람직  실시  나타[0015]

낸 것 므  본  사상  그 도 에만 어 어 는 아니 다.

도 1  본   실시 에  동 워 티어링 치  에 비  어 치가  에 치

는 상태  나타내는  사시도.

도 2는 도 1  립 사시도.

도 3  본  다  실시 에  어 치  커 시 가 쇄 에 치  상태  나타내는 사시도.

도 4는 본  또 다  실시 에  어 치  도 재가 원 단  연결 는 상태  나타내는 도 .

 실시   체  내

에 는 본  실시  첨  도  참 여 상  다.  실시 는 본  는[0016]

야에  통상  지식  가진 에게 본  사상   달   시 는 것 다. 본 

여  시  실시 만  지 않고 다  태  체  도 다. 도  본   

 과 계 없는  도시  생략 고,  돕    크  다  과 여  

다.

도 1  본   실시 에  동 워 티어링 치  에 비  어 치가  에 치[0017]

는 상태  나타내는  사시도 고, 도 2는 도 1  립 사시도 다.

도 1  도 2  참 , 본   실시 에  동 워 티어링 치  (100)는,  [0018]

(110) ,  상   (110)  내에  치 는  (미도시) ,    양립 (EMC  :  Electro

Magnetic Compatibility) 개   어  비 다. , 동 워 티어링 치  (100)에 사

는 는 비  도시 지는 않았 나, 과 께 도  마  , 상   주 에 마

 고   통상  직  것  상   생략  다. , 러  는  

(110) 내에 어  께 치 어 동 워 티어링 치  (100)  공 다.

 (110)는 내 에 가 , 에 원  공 도  원 단 (150)  연결   미[0019]

(112)가 다. , 미 (112)  통 여 후  어  원 단 (150)가 연결 다.

편,  (110)는    (110) 내 에 치 는 들  감싸 보 도  는 것[0020]

, 도 1  도 2에 도시   (110)는 만 도시  것  어야 다.

어 는 쇄 (120)과, 상  쇄 (120)에 치 는 커 시 (130)  도 재(125)  쇄[0021]

(120)   (110) 내에 고 는 착 재(140)  비 다.

쇄 (120)  도 재(125)  통  원 단 (150)  연결 다. 러  쇄 (120)  도체[0022]

가  연   , 각  가 탑재 어  연결 도  다. 컨 , 쇄

(120)에는 워 나 마 크  컴퓨  등  탑재   다. 본   실시 에 , 쇄

(120)에는 각   께 에 는  리 (ripple)    커 시 (130)가 치 다.

편, 쇄 (120)에는 통공(124)  다. 상  통공(124)  후  착 재(140)에  쇄[0023]

(120)   (110)에 고 시키   것 , 아래에  다시  다.

커 시 (130)는 에 는  리  는 역  다. 러  커 시 (130)는 쇄[0024]

(120) 상에  원 단 (150)  연결 는 근 , 원 단 (150)  연결 는 도 재(125) 근에 각각 

치 다. , 커 시 (130)가 원 단 (150)  러  단 (150a)  마  단 (150b)  연결 는 도

재(125)  근에 각각 치 는 것  리  과   다.

편, 본   실시 에  커 시 (130)가 2개  어 치 는 것  도시 고 었 나,[0025]

에 지 않 , 도 3에 도시   같  나  커 시 (130')  여 리    다. 

, 도 3에 치 는 커 시 (130')는 X2Y 타  커 시  통상  사 는 커 시  2개  과

갖는다. 러  커 티(130')  사  쇄 (120)     개  는 과  가질 

게 다.

다시 도 1  도 2  참 , 도 재(125)는 원 단 (150)  연결 어 쇄 (120)에 양극 [0026]

극 가 도  쇄 (120) 상에 실 다. 러  도 재(125)는  도  우  리
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등  루어진 도 체 , 원 단 (150)   연결   여 드 태  마 어 원 단

(150)  링(soldering)에   연결 다. 도시  에 , 도 재(125)는  

(110) 내  삽 는 원 단 (150)  도  복  곡  것  도시 었 나, 에 지 않 ,

원 단 (150)   연결   다  어  상  갖 라도 다.

편, 본  또 다  실시 에 , 도 재(125)  원 단 (150)  링에  연결시키는 업[0027]

  상시키  여, 도 4에 도시   같  원 단 (150')는 러  단 (150a)  마  단

(150b)에 각각 도 재(125)  원 치 식  연결 는 커 (155')가 마   다. 컨 , 러

단 (150a)  마  단 (150b)에 마  커 (155')는 쇄 (120)과 연결  도 재(125)  끝단

 고   는 집게  미  단   갖는다. , 도 재(125)  끝단  집게  미  단  끼워

 게 립   게 다.

가 , 커 (155')가 원 단 (150')에 마 어 도 재(125)  연결 는 것  도시 고 었[0028]

나, 커 (155')가 도 재(125)에 마 어 원 단  연결  도 다.

 같 , 원 단 (150, 150')   는 쇄 (120)  도 1  도 2에 도시   같[0029]

 착 재(140)에 여  (110) 내에 고 다. 착 재(140)는, 지지 트(142)  쇄

(120)  지지 트(142) 상에 고 시키는 체결볼트(145)  비 다.

지지 트(142)는 쇄 (120)  안착 도   (110)에 마 다.  지지 트(142)에는[0030]

결 공(144)  다. 상  결 공(144)에는 나사산  어 체결볼트(145)  나사결   다.

체결볼트(145)는 쇄 (120)   (110)에 고 시  쇄 (120)   지 는 역[0031]

 다. 에, 체결볼트(150)는 쇄 (120)에  통공(124)  통 여 결 공(144)에 결

다.  ,  체결볼트(145)  통  쇄 (120)  고 시 체결볼트(145)  리 (145a)는  쇄

(120)  가압 는  산  여 경   연 (15b)  갖는다.

또 , 쇄 (120)과 지지 트(142) 사 에는 쇄 (120)   지   드(148)[0032]

가  마   다. 러  드(148)는 쇄 (120)과 지지 트(142) 사 에 치 는 것  도

시 었 나, 쇄 (120)과 체결볼트(145)  리 (145a) 사 에도 마   다.

상  같 , 커 시 (130)가 치  쇄 (120)   (110) 내에 고 시킴에 라 에[0033]

생 는 도   과  감 시킬  어 래 드 블   에 비 여 원가

감시킬  게 다.

상과 같 , 본  비   실시  도 에  었 나, 본  것에  지 않[0034]

 본  는 야에  통상  지식  가진 에  본  사상과 아래에 재  특허

청  균등  내에  다양    변  가능  다.

 

100 : 동 워 티어링 치  [0035]

110 :  

120 : 쇄

125 : 도 재

130, 130' : 커 시

140 : 착 재

150, 150 : 원 단
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도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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